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되어 상기 소자 기판에 부착되고, 드라이버 IC가 형성된 연성회로기판; 및 상기 메인 실재의 측면에서 연성회로

기판으로 연장되어 형성된 사이드 실재를 포함하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법은, 추가 공정 없이 단일 도포 공정으로 유기발광

소자를 보호함과 동시에 전극 부식 방지도 가능하다. 또한, 베젤을 얇게 형성하더라도 유기발광소자의 수명을 향

상시키고,  외부로부터  측면으로  유입되는  산소  및  수분의  침투를  효율적으로  차단할  수  있고,  공정을

단순화하고, 제조 공정 수를 줄여 수율을 높일 수 있다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

다수개의 화소영역을 포함하고, 유기발광소자가 형성된 소자 기판;

상기 유기발광소자 상에 형성된 보호막;

상기 보호막이 형성된 소자 기판 상에 형성된 메인 실재;

상기 메인 실재 상에 형성된 커버기판;

상기 메인 실재와 이격되어 상기 소자 기판에 부착되고, 드라이버 IC가 형성된 연성회로기판; 및

상기 메인 실재의 측면에서 연성회로기판으로 연장되어 형성된 사이드 실재를 포함하는 것을 특징으로 하는 유

기전계발광표시장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 메인 실재는 상기 유기발광소자를 둘러싸고 형성되고, 상기 커버기판의 전면에 형성되는 것을 특징으로 하

는 유기전계발광표시장치.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 

상기 사이드 실재는 상기 메인 실재를 둘러싸고 폐곡선 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시

장치.

청구항 4 

제 1 항에 있어서, 

상기 메인 실재는 게터를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 사이드 실재는 상기 커버기판의 측면에도 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 사이드 실재는 수분 침투를 방지하는 소수성 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

 

청구항 7 

다수개의 화소영역을 포함하는 소자 기판 상에 유기발광소자를 형성하는 단계;
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상기 유기발광소자 상에 보호막을 형성하는 단계;

상기 보호막이 형성된 소자 기판 상에 메인 실재를 형성하고, 상기 메인 실재 상에 커버기판을 합착하는 단계;

상기 메인 실재와 이격하여, 드라이버 IC가 형성된 연성회로기판의 일측을 상기 소자 기판에 부착하는 단계; 및

상기 메인 실재의 측면에서 연성회로기판으로 연장하여 사이드 실재를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로

하는 유기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 연성회로기판의 일측을 소자 기판 상에 부착하는 단계 이후에,

상기 연성회로기판의 다른 일측에 인쇄회로기판을 부착하는 단계를 포함하고,

상기 인쇄회로기판을 부착하는 단계 이후에 사이드 실재가 형성하는 단계가 이루어지는 것을 특징으로 하는 유

기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 메인 실재는 상기 유기발광소자를 둘러싸고 형성되고, 상기 커버기판의 전면에 형성되는 것을 특징으로 하

는 유기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 10 

제 7 항에 있어서, 

상기 사이드 실재는 상기 메인 실재를 둘러싸고 폐곡선 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시

장치의 제조 방법.

청구항 11 

제 7 항에 있어서, 

상기 메인 실재는 게터를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 12 

제 7 항에 있어서,

상기  사이드  실재는  상기  커버기판의  측면에도  형성되는  것을  특징으로  하는  유기전계발광표시장치의  제조

방법.

청구항 13 

제 7 항에 있어서,

상기 사이드 실재는 수분 침투를 방지하는 소수성 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의

제조 방법.
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명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 공정을 단순화함과 동시에[0001]

전극 보호하고, 측면 수분 침투에 의한 산화 및 열화를 방지하여, 제품의 수명을 늘리고, 신뢰도를 높이는 유기

전계발광표시장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

최근 정보화 시대에 발맞추어 디스플레이(display) 분야 또한 급속도로 발전해 왔고, 이에 부응해서 박형화, 경[0002]

량화,  저소비전력화  장점을  지닌  평판표시장치(flat  panel  display  device:  FPD)로서  액정표시장치(liquid

crystal  display  device  :  LCD),  플라즈마표시장치(plasma  display  panel  device  : PDP), 전기발광표시장치

(electrol㎛inescence display device : ELD), 전계방출표시장치(field emission display device : FED) 등이

소개되어 기존의 브라운관(cathode ray tube : CRT)을 빠르게 대체하며 각광받고 있다.

평판표시장치 중 하나인 유기전계발광표시장치(Organic light emitting diode display device)는 자발광소자로[0003]

서, 비발광소자인 액정표시장치에 사용되는 별도의 광원이 필요하지 않기 때문에 경량 박형이 가능하다. 또한,

액정표시장치에 비해 시야각 및 대비비가 우수하며, 소비전력 측면에서도 유리하며, 직류 저전압 구동이 가능하

고, 응답속도가 빠르며, 내부 구성요소가 고체이기 때문에 외부충격에 강하고, 사용 온도범위도 넓은 장점을 가

지고 있다.

이러한 유기전계발광표시장치는 수분 산소에 의해 열화(degradation)가 일어나 휘도 및 수명이 감소하고, 흑점[0004]

(dark spot) 및 픽셀의 수축(pixel shrinkage) 등이 발생하여 수율이 저하되는 문제점을 가지고 있다. 이러한

문제점을 해결하기 위해, 종래의 유기전계발광표시장치는 기판 상에 유기발광소자를 증착한 후, 외부의 불순물

을 막기 위해 metal can(cap), glass can, thin film 등과 같은 커버로 밀봉하는 봉지(encapsulation) 공정이

적용되고 있다. 이러한 봉지 공정은 프릿 실링(frit sealing), 페이스 실링(face sealing), ODF 및 박막봉지

(TFE) 등이 있다. 

이 중 페이스 실링 공정은 실재로 기판과 커버를 전면합착하는 기술로 대면적 유기전계발광표시장치 제품 구현[0005]

에 적합하고, 박형의 패널 구현이 가능하며, 열방출이 용이한 구조로 형성할 수 있다. 다만, 베젤이 얇아짐에

따라 측면 수분 침투에 의한 소자의 신뢰성 저하 가능성이 높아지는 문제점이 있다. 보다 자세하게는, 점차 유

기전계발광표시장치가 경량화 및 박형화됨에 따라 베젤(bezel)의 두께를 얇게 형성하는데, 베젤이 얇아짐에 따

라 측면 수분 침투에 취약해진다. 그에 따라 추가적인 사이드 실링 공정이 필요하나 베젤이 얇게 형성되어 구조

상 충분한 공간의 확보가 어렵다. 특히, 전극의 부식 방지를 위해 모듈 공정에서 방습절연코팅조성물로 형성된

보호용 수지를 도포가 필수적인 바, 이러한 보호용 수지의 도포와 사이드 실재의 도포는 얇은 베젤에서 양립할

수 없는 문제점이 있다. 또한, 측면 수분 침투를 방지하기 위한 사이드 실링 공정을 진행했을 때 기존 공정에

비해 추가적으로 공정 단계가 늘어나는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 베젤을 얇게 형성하더라도 유기발광소자의 수명을 향상시키고, 외부로부터 측면으로 유입되는 산소[0006]

및  수분의 침투를 효율적으로 차단할  수  있는 유기전계발광표시장치 및  그  제조 방법을 제공하는데 목적이

있다.

또한, 본 발명은 추가 공정 없이 단일 도포 공정으로 유기발광소자를 보호함과 동시에 전극 부식 방지도 가능한[0007]

유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법을 제공하는데 다른 목적이 있다.

또한, 본 발명은 구조적 한계를 극복하여 응용범위가 확대되며, 공정을 단순화하고, 제조 공정 수를 줄여 수율[0008]
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을 높일 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.

과제의 해결 수단

상기와 같은 종래 기술의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 유기전계발광표시장치는, 다수개의 화소영역을 포함[0009]

하고, 유기발광소자가 형성된 소자 기판; 상기 유기발광소자 상에 형성된 보호막; 상기 보호막이 형성된 소자

기판 상에 형성된 메인 실재; 상기 메인 실재 상에 형성된 커버기판; 상기 메인 실재와 이격되어 상기 소자 기

판에 부착되고, 드라이버 IC가 형성된 연성회로기판; 및 상기 메인 실재의 측면에서 연성회로기판으로 연장되어

형성된 사이드 실재를 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 유기전계발광표시장치 제조 방법은, 다수개의 화소영역을 포함하는 소자 기판 상에 유기발광소[0010]

자를 형성하는 단계; 상기 유기발광소자 상에 보호막을 형성하는 단계; 상기 보호막이 형성된 소자 기판 상에

메인 실재를 형성하고, 상기 메인 실재 상에 커버기판을 합착하는 단계; 상기 메인 실재와 이격하여, 드라이버

IC가 형성된 연성회로기판의 일측을 상기 소자 기판에 부착하는 단계; 및 상기 메인 실재의 측면에서 연성회로

기판으로 연장하여 사이드 실재를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법은 베젤을 얇게 형성하더라도 유기발광소자의 수명을 향[0011]

상시키고, 외부로부터 측면으로 유입되는 산소 및 수분의 침투를 효율적으로 차단할 수 있는 제 1 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법은 추가 공정 없이 단일 도포 공정으로 유기발광소[0012]

자를 보호함과 동시에 전극 부식 방지도 가능한 제 2 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법은 구조적 한계를 극복하여 응용범위가 확대되며,[0013]

공정을 단순화하고, 제조 공정 수를 줄여 수율을 높일 수 있는 제 3 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1d는 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 제조 방법을 도시한 도면이다.[0014]

도 2는 본 발명에 따른 유기발광소자를 포함하는 소자 기판의 단면도를 도시한 도면이다.

도 3은 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 평면도를 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명의 실시예들은 도면을 참고하여 상세하게 설명한다. 다음에 소개되는 실시예들은 당업자에게 본[0015]

발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는

실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고 도면들에 있어서, 장치의 크기 및 두께 등

은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을

나타낸다.

도 1a 내지 도 1d는 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 제조 방법을 도시한 도면이다.[0016]

도 1a를 참조하면, 본 발명의 유기전계발광표시장치는 다수개의 화소영역으로 구획되는 표시영역과 비표시영역[0017]

으로 구획되고, 유기발광소자(200)을 포함하는 소자 기판(100)을 형성한다. 상기 유기발광소자(200)는 수분 및

산소에 의해 열화(degradation)가 일어나 휘도 및 수명이 감소하고, 흑점(dark spot)이 성장할 수 있다. 또한,

픽셀의 수축(pixel shrinkage)도 일어날 수 있으며, 이로 인해 발광면적이 감소하고, 전류밀도가 증가하며, 수

명이 감소할 수 있다. 따라서, 봉지(encapsulation) 공정을 진행할 필요가 있으며, 상기 유기발광소자(200)가

형성된 소자 기판(100) 상에 보호막(210)을 형성한다. 상기 보호막(210)은 상기 유기발광소자(200)를 보호할 수

있도록 상기 유기발광소자(200) 상면 및 측면에서 형성될 수 있다. 
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상기 보호막(210)은 유기발광소자(200)를 덮고 있는 것으로서, 무기층(inorganic layer)으로 형성될 수 있다.[0018]

이러한 보호막(210)은 유기발광소자(200)를 보호할 뿐만 아니라, 내투수성 기능을 가지고 있어서, 유기발광소자

(200)로 수분 또는 산소가 침투하는 것을 방지하는 기능을 수행할 수도 있다. 본 발명에 따른 유기발광소자

(200)를 포함하는 소자 기판(100)을 도 2를 참조하여 자세히 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명에 따른 유기발광소자를 포함하는 소자 기판의 단면도를 도시한 도면이다.[0019]

도 2를 참조하면, 유기발광소자를 포함하는 소자 기판은 표시 영역과 비표시 영역으로 구분되고, 상기 표시 영[0020]

역은 복수의 화소 영역이 구획되어 있고, 각 화소 영역에는 유리 또는 플라스틱 등의 절연 물질로 형성된 절연

기판(10) 상에 박막 트랜지스터 및 유기발광소자가 형성된다. 또한, 도면에 표시되어 있지 않지만 게이트 패드,

데이터 패드 및 전원부 패드 등이 형성된다.

상기  절연  기판(10)  상에  박막 트랜지스터가 형성되는  영역에는  소스영역(11a),  채널영역(11b),  드레인영역[0021]

(11c)을 포함하는 반도체층(11), 게이트절연막(12), 게이트 전극(13), 소스전극(15) 및 드레인 전극(16)이 형성

된다. 상기 소스전극(15)과 드레인전극(16)은 상기 게이트 전극(13) 상에 형성된 층간 절연막(14)과 게이트 절

연막(12)을 관통하여 형성된 콘택홀을 통해 상기 반도체층(11)의 소스영역(11a)과 드레인영역(11c)과 접속한다. 

상기 소스전극(15)  및 드레인전극(16)  상에는 보호막(17)이 형성되고, 상기 보호막(17)에는 상기 드레인전극[0022]

(16)을 노출하는 콘택홀이 형성된다. 상기 노출된 드레인전극(16)은 상기 보호막(17) 상에 형성된 연결전극(1

8)과 전기적으로 연결된다.

상기 박막 트랜지스터를 포함하는 기판(10) 전면에 평탄화막(19)이 형성되고, 상기 평탄화막(19)에는 상기 연결[0023]

전극(18)이 노출되는 콘택홀이 형성된다. 상기 노출된 연결전극(18) 상에 유기발광소자의 하부전극(20)이 형성

된다. 도면 상에는 유기발광소자의 하부전극(20)과 박막 트랜지스터의 드레인 전극(16)이 연결전극(18)을 통해

연결되도록 도시되어 있으나, 연결전극(18)이 생략되고, 유기발광소자의 하부전극(20)과 박막 트랜지스터의 드

레인 전극(16)이 콘택홀이 형성된 평탄화막(19)을 통해 직접 접촉하여 형성될 수도 있다. 상기 하부전극(20) 상

에는 화소 영역 단위로 상기 하부전극(20)을 노출하는 뱅크(bank) 패턴(21)이 형성된다. 상기 노출된 하부전극

(20) 상에는 유기발광층(22)이 형성된다. 상기 유기발광층(22)은 발광물질로 이루어진 단일층으로 구성되거나,

또는 발광 효율을 높이기 위해 정공주입층(hole injection layer), 정공수송층(hole transporting layer), 발

광층(emitting  material  layer),  전자수송층(electron  transporting  layer),  및  전자주입층(electron

injection layer)의 다중층으로 구성될 수 있다. 상기 유기발광층(22) 상에 상부전극(23)이 형성된다. 유기발광

소자는 하부전극(20), 유기발광층(22) 및 상부전극(23)을 포함하여 구성된다. 상기 상부전극(23) 상에는 표시소

자들을 보호하는 보호막(210)이 형성된다. 다만, 본 발명에 따른 유기발광소자를 포함하는 소자 기판은 이에 한

정되지 않고, 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능하다.

도 1b를 참조하면,  상기 보호막(210)이 형성된 소자 기판(100)  상에 상기 보호막(210)과 상기 유기발광소자[0024]

(200)의 상면과 측면을 둘러싸고 메인 실재(220)을 형성한다. 상기 메인 실재(220) 상에는 커버기판(230)을 형

성한다. 상기 메인 실재(220)는 상기 커버기판(230)의 전면과 접촉하도록 형성할 수 있다. 

상기 메인 실재(220)는 유기발광소자(200)가 형성된 소자 기판(100)에 커버기판(230)을 접착시키고, 외부로부터[0025]

수분과 산소의 침투를 차단하는 역할을 한다. 또한, 커버기판(230)에 충격이 가해진 경우, 충격을 흡수하여 유

기발광소자(200)를 보호하는 역할 및 내부 공간의 평편도를 유지하는 역할을 할 수 있다. 또한, 상기 메인 실재

(220)는 게터(getter)를 포함하여 형성될 수 있다. 상기 게터(getter)는 밀봉된 내부에 이미 흡착되어 있는 수

분 또는 산소와 밀봉된 내부 공간으로 유입된 수분과 산소를 흡수할 수 있다.

도 1c를 참조하면, 상기 메인 실재(220)와 커버기판(230)이 형성된 소자 기판(100)의 모듈 공정을 진행한다. 보[0026]

다 자세하게는, 드라이버 IC(310)가 형성된 연성회로기판(300)을 소자 기판(100)의 가장자리에 부착하여 형성한

다. 

이러한, 연성회로기판(300)은 각 화소에 인쇄회로기판으로부터 공급된 신호를 전달할 수 있도록 구비된다. 상기[0027]

연성회로기판(300)은 게이트 구동 집적회로가 부착된 제 1 연성회로기판과 데이터 구동 집적회로가 부착된 제 2

연성회로기판을 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 제 1 및 제 2 연성회로기판은 일측이 소자 기판(100)의 게이트

패드부 및 데이터 패드부에 각각 부착된다. 상기 제 1 연성회로기판에는 소자 기판(100)의 게이트 라인으로 전
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달되며 박막 트랜지스터의 온(on)/오프(off) 신호가 포함된 주사신호를 생성 출력하는 게이트 드라이버 IC가 형

성된다. 또한, 상기 제 2 연성회로기판에는 소자 기판(100)의 데이터 라인으로 전달되는 화상신호를 생성 및 출

력하는 데이터 드라이버IC가 형성된다.

상기 연성회로기판(300)은 베이스 필름상에 복수의 금속배선이 형성되고, 각 금속 배선이 구동 집적회로와 전기[0028]

적으로 접속되도록 형성된다. 상기 연성회로기판(300)은 이방성도전필름(ACF)을 매개로 일측이 소자 기판(100)

에 부착되고, 타측이 인쇄회로기판에 부착된다. 상기 연성회로기판(300)은 칩 온 필름(Chip On Film) 등이 될

수 있으며, 다만, 이에 한정되지는 않고, 다양하게 형성될 수 있다. 

도 1d를 참조하면, 연성회로기판(300)이 부착된 소자 기판(100) 상에 사이드 실재(400)를 형성한다. 상기 메인[0029]

실재(220)의 측면과 접하도록 상기 사이드 실재(400)를 형성하고, 상기 사이드 실재(400)는 커버기판(230)의 측

면에도 형성할 수 있다. 또한, 상기 커버기판(230)과 상기 메인 실재(220)를 둘러싸고 폐곡선의 형태로 형성할

수 있다. 또한, 상기 사이드 실재(400)를 상기 메인 실재(220)의 측면에서 연성회로기판(300) 상으로 연장하여

형성할 수 있다. 

상기 커버기판(230)은 유리 또는 금속으로 형성될 수 있으며, 투습도(WVTR)가 거의 0에 가깝기 때문에 커버기판[0030]

(230)을 통해서는 수분이 침투될 수 없으나, 상기 메인 실재(220)는 재료 및 두께에 영향을 받으며, 상기 커버

기판(230)과 비교하여 수분 침투가 가능하다. 또한, 베젤이 점차 얇아짐에 따라, 측면 수분 침투가 가능한 바,

이를 차단할 수 있는 추가 구조가 필요하다. 따라서, 사이드 실재(400)를 상기 메인 실재(220)의 측면에 접하도

록 형성함에 따라, 측면의 수분 차단을 할 수 있다. 

또한, 상기 사이드 실재(400)는 상기 연성회로기판(300) 상으로 연장되어 형성됨으로써, 전극 및 배선의 부식[0031]

방지하는 역할을 할 수 있다. 종래 유기전계발광표시장치의 경우, 모듈 공정에서 연성회로기판(300) 부착 후,

연성회로기판(300) 상에 방습 절연 코팅 조성물로 형성된 보호용 수지를 도포하는 공정이 필수적이었으나, 본

발명에 따른 유기전계발광표시장치의 제조 방법은 사이드 실재(400)가 상기 연성회로기판(300) 상으로 연장되어

형성됨으로써, 이러한 보호용 수지의 도포 공정이 생략된다. 따라서, 사이드 실재(400)를 형성하고, 보호용 수

지를 형성하는 경우, 베젤을 얇게 형성하지 못하는 문제를 해결할 수 있으며, 사이드 실재(400)의 단일 도포 공

정으로 공정 수를 줄여 수율을 높이고, 공정을 단순화할 수 있다. 

이때, 사이드 실재(400)가 연성회로기판(300) 상에 형성되는 보호용 수지의 역할도 하기 위해, 상기 사이드 실[0032]

재(400)는 소수성 물질로, 내투습성이 높고, 틱소트로픽(thixotropic) 특성과 리워크(rework) 특성을 가진 복합

기능성 수지(resin)로 형성될 수 있다. 예를 들면, 아크릴계, 실리콘계 및 고무 복합 수지(rubber based resin)

등이 사용될 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

또한, 상기 사이드 실재(400)는 커버기판(230)의 측면과 접하도록 형성되고, 소자 기판(100) 상에서 형성됨에[0033]

따라, 커버기판(230)과 소자 기판(100)의 접착력을 더욱 크게 할 수 있다. 즉, 메인 실재(220)의 접착력이 부족

하여 소자 기판(100)과 커버 기판(230)의 모서리 부분이 뜯겨져 나가는 현상을 방지하고, 수율을 개선할 수 있

다. 사이드 실재(400)를 형성하여 완성된 유기전계발광표시장치를 평면도와 함께 설명하면 다음과 같다.

도 3은 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 평면도를 도시한 도면이다.[0034]

도 3을 참조하면, 본 발명의 유기전계발광표시장치는 소자 기판(100) 상에 유기발광소자(200)가 형성되고, 상기[0035]

유기발광소자(200)를  보호하는  보호막(210)이  형성된다.  상기  유기발광소자(200)를  보호하기  위한  커버기판

(230)과 상기 보호막(210)을 둘러싸고, 커버기판(230)의 전면과 중첩되는 메인 실재가 형성된다. 이때, 상기 메

인 실재와 이격하여 상기 소자 기판(100)의 가장자리에 드라이버 IC(310)가 형성된 연성회로기판(300)이 부착된

다. 상기 연성회로기판(300)은 이방성도전필름(ACF)을 매개로 일측이 소자 기판(100)에 부착되고, 다른 일측은

인쇄회로기판(320)에 부착된다. 사이드 실재(400)는 메인 실재의 측면에서 메인 실재를 둘러싸고 폐곡선 형태로

형성될 수 있다. 또한, 사이드 실재(400)는 커버기판(230)의 측면과 연성회로기판(300) 상으로 연장되어 형성될

수 있다.

상기 인쇄회로기판(320)은 사이드 실재(400) 형성 후 부착될 수 있으며, 상기 인쇄회로기판(320)은 사이드 실재[0036]

(400)를 형성하는 단계 이전에 형성될 수도 있다. 보다 자세하게는, 상기 사이드 실재(400)를 형성하는 단계 이

전에, 연성회로기판(300)을 부착하고, 상기 연성회로기판(300)에 인쇄회로기판(320)을 부착할 수 있다. 상기 인
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쇄회로기판(320)에는 컴퓨터 등의 외부장치에서 입력된 각종 신호정보를 일차적으로 가공하여 화상표현에 필요

한 신호전압을 생성하는 타이밍콘트롤러, 전원부, 감마전압생성부 등이 실장될 수 있다. 이를 위하여, 인쇄회로

기판(320)에는 신호정보를 입력 받고 전달하기 위한 커넥터와, 다수의 저항 및 커패시턴스가 실장될 수 있다.

종래 유기전계발광표시장치는 인쇄회로기판(320)에 인쇄회로기판(320)을 연성회로기판(300)에 본압착으로 정밀[0037]

압착하기 위해 이방성도전필름(ACF)을 부착하는 단계 이전에, 연성회로기판(300) 상에 보호용 수지를 도포하였

다. 이러한 보호용 수지를 도포하는 공정 이전 또는 이후에, 사이드 실재(400)를 도포하기 위한 공정이 추가되

면, 제조 비용이 늘어나는 문제점이 있다. 또한, 베젤을 얇게 형성하고자 하는 경우, 보호용 수지의 폭과 사이

드 실재(400)의 폭이 중첩되어 양립이 어려운 문제점이 있다. 따라서, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는

보호용 수지 도포 공정을 생략하고, 사이드 실재(400)를 연성회로기판(300)까지 연장하여 형성하여, 전극 보호

및 측면 수분 침투에 의한 산화 및 열화를 방지하고 제품의 수명을 늘리고 신뢰도를 높일 수 있다.

따라서, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치 및 그 제조 방법은, 추가 공정 없이 단일 도포 공정으로 유기발[0038]

광소자를 보호함과 동시에 전극 부식 방지도 가능하다. 또한, 베젤을 얇게 형성하더라도 유기발광소자의 수명을

향상시키고, 외부로부터 측면으로 유입되는 산소 및 수분의 침투를 효율적으로 차단할 수 있고, 공정을 단순화

하고, 제조 공정 수를 줄여 수율을 높일 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이[0039]

가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정

되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

부호의 설명

100: 소자 기판 300: 연성회로기판[0040]

200: 유기발광소자 310: 드라이버 IC

210: 보호막 320: 인쇄회로기판

220: 메인 실재 400: 사이드 실재

230: 커버기판

도면

도면1a
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摘要(译)

本发明公开了一种有机电致发光显示装置及其制造方法。本发明的有机
电致发光显示装置包括元件基板，该元件基板包括多个像素区域并且具
有形成在其中的有机发光元件;形成在有机发光器件上的保护层;形成在元
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形成得薄，也可以提高有机发光器件的寿命， 可以有效地阻挡从外部引
入侧面的氧气和水分的渗透，可以简化工艺，并且可以减少制造工艺的
数量以提高产量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0e03d1c5-fd00-44e0-a186-72328c8174da
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052475928/publication/KR20150002939A?q=KR20150002939A

